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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第２区分
【発行日】平成24年6月7日(2012.6.7)

【公開番号】特開2010-188370(P2010-188370A)
【公開日】平成22年9月2日(2010.9.2)
【年通号数】公開・登録公報2010-035
【出願番号】特願2009-34144(P2009-34144)
【国際特許分類】
   Ｂ２３Ｋ  26/00     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ  26/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２３Ｋ  26/00    　　　Ｄ
   Ｂ２３Ｋ  26/06    　　　Ｚ
   Ｂ２３Ｋ  26/06    　　　Ｊ

【手続補正書】
【提出日】平成24年4月23日(2012.4.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記の課題を解決するためになされた本発明のレーザ加工装置は、加工対象物にレーザ
光を集光照射することにより、前記加工対象物の割断予定ラインに沿って、割断の起点と
なる改質領域を前記加工対象物の内部に形成するレーザ加工装置であって、前記レーザ光
を出射するレーザ光源と、前記割断予定ラインと前記レーザ光の光軸とを含む面と直交す
る方向に延在するスリットを有し、前記スリットによって前記レーザ光源から出射された
前記レーザ光を前記割断予定ラインに平行な方向に回折させる回折を利用した光学素子と
、前記回折を利用した光学素子で回折された前記レーザ光を前記加工対象物の内部に集光
する集光レンズと、を有することを特徴とする。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　上記の課題を解決するためになされた本発明のレーザ加工方法は、加工対象物にレーザ
光を集光照射することにより、前記加工対象物の割断予定ラインに沿って、割断の起点と
なる改質領域を前記加工対象物の内部に形成するレーザ加工方法であって、前記割断予定
ラインと前記レーザ光の光軸とを含む面と直交する方向に延在するスリットを有する回折
を利用した光学素子によって、前記レーザ光を前記割断予定ラインに平行な方向に回折さ
せる回折ステップと、前記回折ステップで回折されたレーザ光を集光レンズで前記加工対
象物の内部に集光照射する集光照射ステップと、を有することを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加工対象物にレーザ光を集光照射することにより、前記加工対象物の割断予定ラインに
沿って、割断の起点となる改質領域を前記加工対象物の内部に形成するレーザ加工装置で
あって、
　前記レーザ光を出射するレーザ光源と、
　前記割断予定ラインと前記レーザ光の光軸とを含む面と直交する方向に延在するスリッ
トを有し、前記スリットによって前記レーザ光源から出射された前記レーザ光を前記割断
予定ラインに平行な方向に回折させる回折を利用した光学素子と、
　前記回折を利用した光学素子で回折された前記レーザ光を前記加工対象物の内部に集光
する集光レンズと、を有することを特徴とするレーザ加工装置。
【請求項２】
　前記レーザ光を、前記割断予定ラインと前記レーザ光の光軸とを含む面と直交する方向
に偏光させる偏光素子を有する請求項１に記載のレーザ加工装置。
【請求項３】
　前記回折を利用した光学素子は、前記スリットを形成する一対のナイフエッジを備える
請求項１または２に記載のレーザ加工装置。
【請求項４】
　前記回折を利用した光学素子の回折角をθx、前記集光レンズの入射瞳径をＤ、とした
とき、前記回折を利用した光学素子と前記集光レンズとの間隔がＤ／２θx以下である請
求項１ないし３のいずれか１項に記載のレーザ加工装置。
【請求項５】
　加工対象物にレーザ光を集光照射することにより、前記加工対象物の割断予定ラインに
沿って、割断の起点となる改質領域を前記加工対象物の内部に形成するレーザ加工方法で
あって、
　前記割断予定ラインと前記レーザ光の光軸とを含む面と直交する方向に延在するスリッ
トを有する回折を利用した光学素子によって、前記レーザ光を前記割断予定ラインに平行
な方向に回折させる回折ステップと、
　前記回折ステップで回折されたレーザ光を集光レンズで前記加工対象物の内部に集光照
射する集光照射ステップと、を有することを特徴とするレーザ加工方法。
【請求項６】
　前記レーザ光を、前記割断予定ラインと前記レーザ光の光軸とを含む面と直交する方向
に偏光させる偏光ステップを有する請求項５に記載のレーザ加工方法。
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